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Reflow pec MINIOVEN 04S a 04N

Kompaktni stolni mini pec navrzena pro reflow aplikace v
prototypovani ¢i opravé DPS. Diky pouziti specialnich nastroju a Sablon
mulZe byt snadno proveden reballing BGA komponent  ¢&i pre-bumping
QFN sou éastek. Software umoziiuje vytvoreni az 99 raznych topnych
proces 0. Ventilator vytvari konstantni proudéni teplého vzduchu a
zpusobuje rovnom érny oh fev komponent ze vSech stran. Timto
proudénim jsou komponenty vytapény s maximalni péci.

Instalovany senzor uvnitf ohfevné komory pfesné Fidi teplotu vzduchu.
PFistroj je k dispozici také ve verzi s procesnim Fizenim vstupniho plynu (verze MINIOVEN 04N). Pouziti
dusikové atmosféry béhem sméaceni pajeciho materidlu minimalizuje generovani oxidu.

S novymi reballing a pre-bumping

soupravami pro reflow pece MINIOVEN 04 se
opravy SMD stanou jednoduchym procesem.
Pro aplikaci pajky na malé QFN sou ¢€astky
nebo reballing obzvlas t velkych BGA
komponent , MINIOVEN 04 se skvéle hodi k
témeér kazdému ukolu, a to diky rozsahlé Skéale
snadno dostupnych doplnkd. V pfipadé potfeby
Ize vytvofit vlastni masku a Sablony - diky
kompletnimu zakaznickému servisu firmy Martin
SMT.
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Velmi kompaktni stolni reflow pec

» Kontrolované a jemné pajeni BGA bloku s kulickami pajky (reballing )

» Pretaveni pajeci pasty na QFN zafizeni (pre-bumping ).

* Vykon IR ohfevu 500 W.

» Velikost komponent (max) 60 x 60 mm.

e Rozmeéry 150 x 300 mm.

* Typ MINIOVEN 04S je bez procesniho pfivodu plynu, typ MINIOVEN 04N je s procesnim pfivodem plynu

Zakladni p FAslusenstvi Technické parametry

» Reflow pec MINIOVEN 04S. » Celkova spotfeba: 550 VA.

e NUZz.  Vykon spodniho ohfevu: 500 W, 4 x IR lampy.

» SMD hacek. * Velikost spodniho ohfevu: 105 x 130 mm.

« Cistici pero s dvéma vyménitelnymi nastavci. » Doporuc¢ena max. velikost komponent: 55 x 55 x 4 mm.
» Kaptonova paska. » Napajeni: 1fazové, 230 VAC.

* Lupa. * Rozméry systému: 150 x 300 x 85 mm.

Stolni reflow pec MINIOVEN 04 poskytuje plnohodnotné pretavovaci prost fedi ve velmi kompaktni formé.
Toto zafizeni je idealni pro pre-bumping QFN sou ¢astek a také pro reballing BGA a CSP komponent

Perfektni fizeni teploty je samozfejmosti. Efektivni cirkulace horkého plynu  zajiStuje optimalni ohfev
soucastek a fizeny reflow proces. Pro obzvlasté pfisné pozadavky na nejvyssi kvalitu pajeni je k dispozici
také typ MINIOVEN 04N s pfipojenim plynu , ktery je schopen zpracovat rlizné plyny, napf. dusik, argon,

syntézni plyn, aj..

MINIOVEN je ovladana pomoci intuitivniho dispeje s menu. K dispozici je az 99 profil G, specialné
upravenych prostfednictvim systémovych komponent. Kromé téchto reflow peci nabizi firma Martin SMT
Sirokou Skalu Sablon , béhem kratké doby Ize také realizovat zakazkové verze Sablon.

Presnost a kvalita jako standard

MINIOVEN 04 nabizi promyslené funkce, napf. integrovanou cirkulaci vzduchu, procesni podpora pfivodu
vzduchu (verze MINIOVEN 04N) &i uzivatelsky pfivétivé menu. Optimalni distribuce vzduchu zajistuje
rovnomérny ohfev komponent a, v kombinaci s procesnim pfivodem plynu, redukuje negativni Gg€inky
oxidace.



Vyhody:
e optimalni sma €eni pajenych spoj a,
e zvySeni povrchového nap éti,
e vyrazné prodlouZeni délky Zivota komponent, aj.

Aplikace

Typickou aplikaci je reballing BGA a CSP komponent . Martin SMT nabizi pro tento proces Sirokou Skéalu
kuli éek z raznych slitin a o rdznych pramérech, vhodnych pro bézné velikost kontaktni podloZzky. Kromé
toho je mozné Fizené reflow pajeci pasty na QFN soucastky, diky éemuz se muze vstoupit pfimo do
procesu opravy. To znamend, Ze je zabranéno aplikaci pajeci pasty na obvodovou desku a usnadni se tim
proces opravy. U nékterych tvard komponent a na uréitych oblastech osazovani stanovuje IPC norma, zZe
zbytkové péjka musi byt pfi opravach zcela odstranéna a nové SMD komponenty museji byt pajeny pouze s
nové pouzitou pajkou.

BGA reballing

Typickou chybou pfi propojovani BGA soucastek je Spatné smaceni polStarkd. Aplikace novych pajecich
kuli éek dok&ze obnovit funkéni BGA az na plnou pouzitelnost. Komponenty se vlozi do specialniho
reballing ramu. Sablona, ktera otvory odpovida kontaktnim ploskam na BGA, je umisténa na komponentu a
kulicky pajky se nasypou do otvor(l tak, aby se vyplnily vdechny otvory. Rizeny a jemny reflow proces
dokon¢i finalni postup. Martin SMT nabizi Siroky vyb ér Sablon pro r tizné BGA, CSP a jiné komponenty
Casto je také nutné prizptsobit standardni $ablony pouZitim kaptonové pasky. Standardni rozméry rami a
Sablon pokryji komponenty od rozm érd 18 x 18 mm aZ po 52 x 52 mm . Pro mensi CSP soucastky mohou
byt k dispozici specialné navrzené nastroje.

Nasypéani pajecich kuli €ek na
Sablonu

Odstran éni Sablony Snadny reballing BGA

Pre-bumping

Vzhledem k velmi malému mnozZstvi pajky na kontaktech QFN komponent se vyuziti zbytkové pajky pfi
opravach nedoporucuje. Je nezbytné nutné podlozku zcela vycistit, obvykle na nich neni mozné aplikovat
novou pajku. Jednim ze zplsob(, jak nanést pajku na spoje, je aplikovat ji na povrch komponent. QFN jsou
poté pretaveny, ¢imz se zajisti nizky objem péjeci slitiny a pevné spoje. Proces pre-bumping lze provést
snadno se specifickymi nastroji , specialné vyvinutymi pravé pro pouziti s reflow pecemi MINIOVEN 04.
Tyto nastroje jsou k dispozici v Siroké Skale tvar(. Martin SMT dodava specialni Sablony, potfebné pajeci
pasty a dalSi nastroje.

QFN komponenta s aplikovanou
pajkou

Set pro pre-bumping P4jeci pasta

Rovhom érny oh rfev

Pro lepSi a spolehlivy ohfev komponent pouziva reflow pec MINIOVEN 04 infra éervené (IR) zafeni a
cirkulaci horkého vzduchu . ZvlaSté naro¢né aplikace mohou tézit z procesniho p fivodu plynu (verze
MINIOVEN 04N), jednotné zavedeného do komory ze &tyf vestavénych trysek. Tento efekt vytvari prostredi
podobné velkym reflow pecim.
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